
基材レスシリコーン粘着剤のステンレス基板に対する接着特性 

Adhesion characteristics of a silicone pressure-sensitive adhesive on stainless steel    
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はじめに シリコーン樹脂はその化学的・物理的性質に基づいてきわめて多様な用途に利用され

ている。密着性や絶縁性から、シール材・コーティング材・ポッティング材としての利用が一般

的に知られている。一方で、化学的安定性と人体への安全性から、食品分野・ヘルスケア・医療

の分野にも適用されている。これらの応用例は、シリコーン樹脂の粘着性を利用しているケース

も多く、粘着剤としても有効な材料であると言える。我々はこれまでに、基材レスシリコーン粘

着剤の接着特性に注目した研究を行ってきた[1]。この中で、熱処理条件に対する接着特性の変化

を調べたところ、ステンレスのような金属製基板に対する接着特性と、ガラスのようなケイ素系

基板に対する接着特性について、両者の傾向が異なることを見出した。そこで、接着特性の熱処

理温度依存性について詳細に調査した。 

実験方法 本研究では市販の基材レスシリコーン粘着テ

ープ(NS-100, 株式会社ニッパ)を、ステンレスおよびガラ

ス基板に張り付けた。これを真空オーブン中で熱処理し、

その後、90°剥離試験による接着強度の評価を行った。 

実験結果 図のように熱処理温度の上昇に伴って、接着強

度が増加していく傾向が得られた。しかしながら、ステン

レス基板では、65℃近辺の熱処理条件で、接着強度が減少

していた。ガラス基板での結果と対比すると、ステンレス

基板表面での何らかの変化が予想された。ステンレスは水素脆性が懸念される顕著な水素吸蔵材

料であり、やはり 100℃以下の低い温度で、複雑な水素吸蔵・放出が生じる結果が報告されてい

る 2,3。そこで、反跳粒子検出法(ERDA)を用いてステンレス基板表面の水素量を測定 4したところ、

やはり熱処理温度に依存して表面近傍の水素量が複雑に増減する結果が得られた。 

まとめ 100℃以下の低い温度領域での、シリコーン粘着剤とステンレス基板の間の接着強度にお

ける熱処理温度依存性を調査した。当日はステンレス表面の水素量変化の観点も含めて議論する。 
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